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MEMORIA DESCRIPTIVA

de una Patente de Invencibn, a nombre

de FPHOTOCIRCUITS CORPORATION, de nacio
nalidad na teemericana, domiciliada en
GLEN COVE, N.Y. (USA), referida a; "PER-
FECCIONAKMIENTOS EN LA METALIZACION DE
SUSTRATOS AISLANTES". '

Este invento se refiere, en general, a materiales y técni-
cas para metaliz ar sustratos aiélantes v, en particular, para fabri-
car circuitos impresos,

Un objeto del presente invento es proporciomr bloques ais-

lantes nwevos y perfeccionados que son catalfiticos a la recepclién de

metal no electrolitico ¥y que pueden re taliz arse directamente, obviando

con ello la necesidad de preparacién y/o sensibllizacién, _
Otro objeto de este invento es fabricar objetos me talizados
fuertes y duraderos a partir de tales bloques alslantes catallticos.

7
El término "catalftico" aqui usado se refiere a un agente o

1
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material que es catalftico a la reduccibén de los cationes metélicod
disueltos en soluciones de depbsito de material no electrolitico del
tipo que se describirﬁ més adelante,

0tro objeto m4s de este invento es fabricar, a pqrﬁi? de ta-
les bloques, planchas de circuitos impresos, incluidas plan%ﬁés de una,

dos o miltiples capas, provistas de pasos conductores,

-

_ -

Hasta ahora, en la fabricacién de planchas de cirqditos L~
bresos que comprenden pasos -u orificios a través de paneleétéislantes,
he sldo habitual preparar y sensibilizar las paredes lateféiéé que& TOow-
dean los pasos u orificios poniendo en contacto un sustrato perforado
sucesivamente con solucionss acfdicas acucsas de iones de_gsﬁaﬁo es~- .
tannoso e lones de metal precioso, como por ejemplo paladio; 0 con una
sola solucifn acuosa compuesta por una mezcla de iones de estafio es-
tannoso e iones de metal precioso, tales como lones de paladio,

Tales soluciones acuosas de preparacién y sensibilizacibn
poseen limitaciones importantes., Los plasticos hidrofbébicos no pwden f

humectarse f4cilmente con ellas. !

Cuando se utilizan estas soluciones de preparacién y sensi-

bilizacibébn para sensibilizar las paredes 1 terales de los orificios o

pasos en paneles provistos de chapa metdlica sobre una o més superfi-

. cies del panel, la cohesibn entre el revestimiento del orificio y lg

chapa superficial tiende a ser débil. Esto obedece a que el uso de ta-
les sistemas de preparacién y sensibilizacién implican el depbsito de
una capa preparadbra sobre la chapa superficial, incluyendo los bordes
respectivos que rodean los orificios,

' Esta capa iniciadora dificulta la cohesibn entre los bordes
de la éhapa superficial que rodea los orificios y el metal novelectro-

1itico depositado simultdneamente sobre los bardes y sobre_las paredes



10

15

20

25

circundantes respectivos. Con frecuencia es mecesario sobreponer metal
adicional sobre la chapa adherida directamente al sustrato por méltiples
razones, Asf, la chapa inicial puede no ser suficientemenrg gruesa para
el propio sustrato aislante y el depbsito dé metal no electrolitico,

Las composiciones del preseﬁte invento representan uﬁé me jo-
ra sobre los sistemas de iniciacibn y/o sensibilizacibn empleados hasta
ahora. Son extremadamente f4ciles.de preparar, responden bien al depbsi-
to cuando son sometidas a bafios de metal no electrolitico; sdn adapta-
bles a una amplia variedad de sustratos y condiciores de elaﬁorécién;
¥ resultan también muy econbmicas. ‘

Como detalle muy importante merece cltarse que las_éomposicio~
nes de este invento utilizan cantidades relativamente pequeﬁab‘de meta-
les catalfticos de los Grupos 1B y 8 de la Tabla Periodica de Elemen-
tos y por tanto vermiten la eficaz utilizacién de tales metales en ge-
neral, v los metales preciosos de tales grupos en particular;

Los sistemas iniciadores del presente invento son también de
naturaleza no conductora lo cual les hace extremadamente Gtiles para
fabricar circuitos impresos mediante técnicas de impresibn positivas y
negativas,

De acuerdo con este invento, se propar cionan agembes sélidos:
que son catalfticos a la recepcibn de metal no electrolitico y que com-
prenden, en bombinacibén, particulas sélidas inertes finamente divididas
con un depbsito inherente compuesto por un agente humectante catibnico
que contenga nitrbgeno o T6sforo, en combinacién con uno o m4s e tales
en forma elemental seleccilonados de los Crupbs 1B y 8 de la Tabla Perié-
dica de Zlementos.

También de acuerdo con el presente invento se suministran com-

posiciones aislantes catalfticas a la recepcién de metal no electroli-
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tico que contienen tales agentes, V

Al febricar los agentes catalfticos de este invento, pueden
tratarse previamente las particulas sélidas con un agente humectante
caﬁiénicb del tipo descrito tras de lo cual son tratadas depos@?an@o
sobre las mismas un metal de los Grupos 1B u 8, Asimismo, puédefincor-
porarse el agente humectante como componente de un medio usado‘para
precipitar un metal de los Grupos 1B u 8 sobre las particulas “inertes

En otra forma de realizacibn, pueden tratarse previamente las mriticu~

~las inertes con el agente humectante catibnico y exponerlas’ después a

un medio que contenga igual o dlferente agente humectante catlénico
junto con un agente o agentes capaces de¢ precipitar sobre las'pnrtiuu-
las s6lidas un metal de los Grupos 1B u 8 catalftico a la recepcibn de
metal no .electrolitico,

Los materiales s6lidos aislantes imertes finamente divididos
aproplados para ser usados en la préctica de este invento cqmprenden
nfillers" o rellenoé tales como silicato de aluminio, gel de silice,
amianto, albaliz, sfilice, mica, polvo de pedernal, cuarzo, criolita,
sullfato cdlcico, cemento, Portland, piedra caliza, allmina atomizada,

baritas, talco, pirofilita, tilerra de diatome , ¥ otros materiales

_ similares, También pucden menclonarse los pigmentos, tales como diéxi-

do de titanio, rojo cddmico, polvo de aluminio, y similares; Pueden
tambiéq mencionarse materiales porosos tales como papel, madera, fi-
bra-de vidrio, tela, fibras - naturales y sintéticas -~ como fibras de
algodbén, fibras de poliéster, v similares.

Ll tamafio exacto de los m teriales sbélidos inertes finamente .
divididos dependeré del sbélido particular y de la apllcacién que inten-
te darse a las -composiciones. De ordinario, tales sélidos tendrén uneg

dimensién minima comprendida aproximadamente -entre un callbre 40 v un
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calibre 000 (Serie U.S.A.).

Se prefiere para uso como mm terial sélido inerte la arcilla
de caolin. "Arcilla de caolin" o "caolin" es el término utilizado para
describir varios minerales de aluminolisilato hidratado, generalmente
de estructura en forma de placa, y que comprenden las especies de: cao-
linita, nacrita, halosita y dickita. Los minerales caolinfticos se des-
criben por la férmula general Al 05 .2810 -AHEO, en la cual X es comfin-
mente 2. La proporcibn en peso de $10, & Al, O indicados por eﬂta fér-
mula es 1,18 v las arcillas de caolin poseen normalmente proporeciones
SlOz/Al 203 desde 1,0 al,5. Bl caolln se dirferencia de otros’miﬁerales
arcillosos no solamente en composicién y orientacibén de teJldo sino
también en valor de cambio de base, halléndose el valor de bambio de
base de las arcillas acolinfiticas comprendido de ordinario en los 1f-

g

mites aproximados de % a 15 miliequivalentes por 100 gramos.,

Los agentes activos de superficie catibnicos idéneos para ser
aguf utilizados se caracterizan por un grupo hidrofébico que forma
parte del catién cuando el agente se disuelve en agua., Apropiados pa-
ra uso son los agentes activos de superficie catibnicos contentivos de
nitrégeno y fésforo, ¥ntre los agentes de superficle contentivos de ni-
trégseno pueden mencionarse compuestos ambénicos cuaternarios; derivados
de sarcosina; imidazolinas; aminas y amidas etoxiladas; aleanol amidas;
aminas, amidas; y agentes de superficie catibnicos derivados de.con-
puestos de nitrdgeno heterociclicos, tales como pirrol, pirrolidona,
piperidina, piridina y similares, De los agentes activos en superficie
contentivos de fbsforo, se prefieren pars uso los compuestos fosféni-
cos catibnicos, A Tin de_obtener lcs mejores resultados, se revisten
las particulas sbéblidas inertes con-el agente humectante catidénico an-

tes de depositar el metal catalitico, El revestimiento se lleva a cabo
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preferentemente triturando la arcilla v el agente humectante catibéni-
co juntamente,

Entre los catiénicos preferidos, las alquil o aril-alquil
aminas y poliaminas terciarias con grupos alquilo ramificados‘y/o de
cédena recta resultan iddéneas para los fines del invento, Eﬁf%eﬁeste-~
.8Yupo, las aminas primarias con grupos alquilo de cadena Teq%é!Son par-
ticularmente eficaces, Son también especialmente apropiadas é&fa nso
las alquil o aril-alquil aminas o poliaminas que contienen 435 50 &to--
mos de carbono en la cadena de alquilo, Seglin aqui se usa, el-término
péliamina se refilere a unvgompuesto del tipo descrito que cohﬁiene dos
o mis grupos amind-nitrégeno, y

También pueden mencionarse como agentes de superﬁicie catib-
nicos apropiados las amidas o poliamidas de 4cidos producidas por la
reaccién de 4cidos carboxilicos con aminas del tipo deserito, Los &ei-
dos carboxilicos pueden ser saturados o no saturados, pueden contener
uno o més grupos carboxilicos, y poseerén de ordinario aproximadamen-
te entre 1 y 17 4tomos de carbono. Seglin aqu’i se usa, el término po-
liasmina se refiere a un compuesto que contiene dos o més grupos amido-
nitrégeno, Tales compuestos pueden formarse haciendo reaccionar com- -
puestos de Acido policarboxilico con compuestos de mono-amina.

Las aminés representativas son las.producidas haciendo reac~
eionar alquil o aril-alquil aminas o poliaminas con 4cidos mono- o -
policarboxilicos que contengan de Ll a 17 &tomos de carbono., Las amidas
caracteristipas son las sales de alquil o aril-alquil amina o poliami-
na de 4cido acético, &cido propibmico, f4cido butirico, 4cido valérico,
4cido caproioo, 4cido endntico, écido'caprilico, dcido perergbnico,
dcido céprico, 4cido ldurico, dcido miristico y &4cido palmitico y es-

tearitico. De las amidas, las preferidas para uso en este invento son
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acetatos de alquil amina de cadena recta primarios, por ejemplo aceta-
midas,

También son idéneos para uso como agentes activos de super-
ficie ciertas sales de 4cidos grasos de resino aminas. AGn cuando pue~
de usarse la sal de 4cido graso de una amina derivada de cualquier re-
sina, es preferible usar la sal de &cido graso de una amina@ide Tesina
desproporcionada, tal como la denominada "Rosin ~mine D", ;

La sal de 4cido graso de amina de resina puede prepararse
haciendo reaccionar cantidades equimolares de la resino amina con un
fcido graso a una temperatura elevada lo suficiente para flﬁidizar el
4cido graso, En la preparacién de la resino amina, puede usarse cual-
quier resina o resina modificada, incluyendo_kas resinas apropiadas
resina de madera, resina de goma, o los &cidos puros, tales como Acidos
abiético o pimfrico contenidos en las mismas., Las resinas modificadas
idéneas comprenden resina polimerizada, resina térmicamente tratada,
resina isomerizada, resina hidrogenada y deshidrogenada o los 4cidos
puros derivados de la misma tales como 4cidos dihidroabiético y tetra-
hidroabiético, Por fltimo la hidroabietilamina se deriva de la deshidro-
genacibén de resina natural con un catalizador de hidrogenacién activo
en ausencia de hidrégeno, La resina m tural, hidrogenada, deshidroge-
nada uw otra resina modificada puede refinarse por cualguier medio apro-
piado bien conocido por los experitos en la materia antes de convertir-
la en amina,

 Entre los Acidos carboxilicos que pueden hacerse reacclionar
con b 5 resino aminas pucden mencioqarse los écidos alcénoicos que
conptengan 1 a 17 4tomos de carboﬁo en la cadena alquilo, Preferidos
para uso son los fcidos estedrico y mirfstico. ’

Asimismo apropiados para uso como agente humectante catibnico
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gon los derivados de sarcosina producidos haciendo reaccionar sarcosi-~
na (4cido metil aminoacético) con cualquier 4cido graso del tipo des-

erito anteriormente. Son preferidos el estedrico, palmftico ¥ oleico.
Tales derivados de la sarcosina pueden considerarse &cidos grasos modi-
ficados en los cuales la cadena de hidrocarburo es interrumpidg por un
grupo amido-metilo (C-N-CH,). -'i"

3 .

El metal cataliticc de los Grupos 1B ¥y 8.de la Tabia,Periodi~
ca de IZlementos puede ser depositado en el material rellenadéi:de diver-
808 modos; Por ejemplo, tales metales podrian depositarse mé&ianje Ta-
por sobre los sblidos inertes finamente divididoes. Asimismo y‘@on DLE-

ferencia se prepara una mezcla pastosa de una sal soluble de ug metal

. catallitico, un agente reductor apropiado y el material sélido inerte,

de tal modo gue la sal del metal catalitico se reduce a depbszito o pre-
cipita mebal catalitico directamente sobre el m terial s6lido imprie.

El mstal catalitico depositado sobre los sélidos ineites pue-

de ser cualquier metal de los Grupos 1B y 8 de la Tabla Periodica, pero

es con preferencia niquél, oro, plata, platino, paladio, rodio, cobre .

o iridio. {Los compuestos de tales metales, incluidas sales solubles

en agua, por ejemplo nitratos, cloruros, sulfabtos, etec, y 6xidos res-

pectivos, se usarén para producir soluciones a partir de las cuales se

precipita- el metal catalitico. -
Para formar las composiciones cataliticas pueden utilizarse._

diversas técnicas. Asi, las particulas cataliticas podrian dispersarse

en una resina orgAnica y usar la resina resultante para impregnar leni-

nados, tales como papel, madera, fibré de-vidnib, fibras de poliester

y otros laminados porosos. Lstos materiales b&4sicos, por ejemplo, po-

drian sumerglrse en una resina contentiva de los sflidos cataliticos o

podria pulverizarse esta sobre el material de base, tras de lo cual
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podrfan secarse los mmteriales bégicos en un horno hasta haoberse eva-
porado todo el disolvente dejando un lamiﬁddo del tipo descrito im-
pregnado con las particulas cataliticas, Si se deseard, podrian unir-
se los laminados'formando una base del grueso deseado;

Asimismo, podrian dispersarse los sélidoé cataliticos en un
material resinoso, iue‘a su vez podria moldearse en una bééé del ta-
nafio deseado, '

Otra alternativa podria consistir en formar o moldear pfe-
viamente finas pelfculas o bandas de resing no polimerizada con los™
s6lidos catalfticos dispersos en la misma, y a conbinuacibén laminar-
una pluralidad de las bandas juntas formando una base aislahté cata-
litica del espesor deseado, En cualquier caso, se’apreciaié que el :
inierior de la tase alslante serd completamente oataliticé, de tal ~
modo que cuando se formen orificios o aberturas en cualquier parte
de la misma, las paredes de los orificios o aberturas serin sensibles
a la recepcibn de metai no electrolitico a partir de una solucién de
depbsito quimico de metal no electrolitico Z£al como una solucién de
cobre no electrollitico.

La superficie de la base catalitica aislante puede o no sexr
catali{tica, segin como esté hecha, la concentracibn de npiller" ca-
talitico, y similar. La superficle podrfa hacerse catalitica por cual-
quier medio mecénico, como abrasién suave, por ejemplo por inyecciébn
de arena, o por medios quimicos, como tratamiento con disolventes qui-
micos, aguafuertes, soluciones de laminado, y similares. Un tratamien-
to quimico preferido para hacer la superficie catalitica es tratarla
con fcidos, con preferencia 4cidos oxidantes, como por ejemplo sul-
farico, nitrico, crémico y similares. Asimismo, 1a superficié 0 guper-

ficies expucstas de las bases cataliticas podrian hacerse cataliticas
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;evistiéndolas con una fina pelficula de un adhesivo o tinta con lds
nfillers" cataliticos aqui descritos dispersos en la misma. _

También podri?n incorporarse s6lidos catalfticos del tipo
descrito a una resina durante su fabricacibn en forma, pox ejemplo,
de polvo moldeador, Este podria después extrusionarse o trabajarse de
otro modo hasta fofmar un articulo pléstico el cual serialéa%aliticq.

La base aislante catalitica no necesita ser orgéﬁiqa. Asi,
podria hacerse de materiales aislantes iorgénicos, como pof éjemplo.
arcillas y minerales inorgdnicos tales como cerdmica, ferrita, carbo-
rundo, vidrio, mica con vidrio adherido, esteatita y‘similares. Bn es-
te caso, el agente catalitico seria afiadido a las arcillas o mineraf
les Iorgénicos antes del tueste.

la cantidad de agente catalitico usada en las lases y re-
sinas adhesivas descritas variard segin el agente y la forma en la
cual se use aproximadamente desde 0,0005 a 80%, de ordinario entre a
aproximadamente 0,1 o L10%, basado en el peso combinado del material
de base o resina adhesiva y catalizador,

Entre los m teriales orgéinicos que pueden usarse para for-
mar las bases aislantes cataliticas y adhesivos aquil descritos pueden
mencionarse las resinas termoestables, las resinas termoplésticas ¥y
mezclas de las anteriores.

Para la Tabricacibédn de c¢ircuitos impresos, el adhesivo cata-
1itico comprenderd de ordinario una resina adhesiva flekible, sola o.
an combinacidn con resinas termoestables del tipo descrlto. Las resi-
nas adhes1vas flexibles caracterfisticas que pueden usarse en tal sis-
tema .son las resinas epoxi adhesivas flexibles, resinas de polivini;
acetal, poll alcohol vinflico, poli aoetato de v1nllo, 7 similares,

Preferldo para uso como resina adheziva es el caucho natural v 81nté-
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ﬁico, tal como caucho clorado, copolimeros de bﬁtadieno acrilonitri-
lo, ¥y polimeros acrilicés ¥ copolimeros;

Las resims adhesivas del tipo descrito poseen agregados a
las mismas grupos polares, tales como nitrilo, epbdxido, acetal e hi-
dréxilo, Tales resinas adhesivas copolimerizan con y plastlifican cua-
lesquiera resinas termoestables que puedan hallarse preseﬁfes en el
gistema, y solas o en combinacidén con resinas termoestableskimparten
buenas caracteristicas adhesivas a través de la accibn de los grﬁpos
polares,

Los adhesivos catalfticos comprenderin una resina adhesiva
del tipo descrito que posea dispersos en la misma los agenteg cataliti-
cos mencionados.

Cuando se halle presente en una resina adhesiva dél'tipo
descrito, independientemente de la manera en la cual se lncorpore, ei

agente catalftico activo, segin el tipo, lo estari en cantidades que
varfien desde una pequeila fraccibn, como por ejemplo 0,0005% a aproxi-
madamente 80%, con preferencia 0,5 a 10%, basado en el peso combinado
del material resinoso adhesivo y catalizador. La concentracidén parti-
cular usada dependerf en gran medida de los materiales usados,

Utilizando bafios de metal no electrolitico, pueden deposi-~
tarse peliculas metdlicas conductoras muy finas. De ordinario, las
velfculas met4licas superpuestas mediante depbsito de metal no elec-
trolitico variarén de 0,1 a 7 mil, de espesor, siendo posible que al-
gunas de ellas tengan un espesor incluso menor de 0,1l mil,

EJEMPLO 1A

Fué preparada una solucibn de un agente humectante catilmico

como sigue;
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Sarkosyl 0O (oleiqil sarcosina) 20 grs.
Isopropanol ) 80 ml.

Se mezclé cien (100) gramos de arcilla caolin lavada con
agua (adquirida bajo el nombre comercial ASP 400) -con la solucibén du-
rante vqrios minutos, Bl caolin fué después filtrado de la solucién y
gsecado a 1%02C durante 1 h. S

LITMPLO 1B |

Clento sesenta (160) gramos de cloruro estannoso fué di-
suelto en cien (100) mililitros de 4eido clorhfdrico. Se afiadié & es-,
ta solucibn, mientras se agitaba, dos (2) gramos de cloruro_dé paladio
en 40 mililitros de Acido clorhidrico., La solucibn fué hervida durante
%0 minutos. Tras enfriarla, fué diluida a 1 litro con 0,1 molar de &ci-
do clorhidrico acuoso. Se mezelaron 50 gramos del caolfn tréféio con
Sakorsyl 0 del Ejemplo 1A con 100 mililitros de esta solucibén, Todo el
paladio fué extraido de la solucién por el caolin, el cual después de
seco estuvo listo para ser usado como "filler"™ o rellenador catalitigo.

LEJEHPLO 2 _

Se preparé arcilla de caolin tratada con agente humectante
catiénico esencialmente segln se describe en el Ejemplo JA ¥ se tra-
t8d con cloruro de oro para producir un catalizador de oro mezclando
0,94 gramos de cloruro de oro, 100 ml. de agua y 50 gramos del caolin
tratado., Después se afladid lentamente a la mezcla una solucibn de clo-~
ruro estannoso al: 2% hasta que todo el oro fué depositado de la solu~-
cibn sobre el rellenador (50 milflitros del cloruro estannoso al 2%
fué suficiente). Se prepard una pieza de fundicibn gue contenfa 1 par-
te de rellenador tratado con oro en 5 partes de rellenador no tratado
y .8 partes de una resina poliéster. El cobre no elegtrolitico se depo-

s1t6 fdcilmente sobre las paredes de los orificios practicados en esta
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pieza de fundicibn al ser 6sta expuesta a una solucibnd e cobre no

electrolitico del tipo descrito anteriormente.
EJEIMPLO 3

Una arcilla tratada con el agente humectante catiénico pre-
parada esenclalmente como se describe en el Ejemplo 1A fué tratada con
nitrato de plata para producir un material bédsico catalizador de plata
disolviendo 21,2 Bramos de nitrato de plata en 1 litro de agua y afia-
diendo después 500 gramos del rellenador tratado. La pasta resultante
fué tratada con 750 ml, de una solucibn acuosa de cloruro estannoso -.
40 gramos/litro- para depositar la plata sobre el rellenador; a conti-
nuacibn fué'filtrada, lavada y sccada. Cuando se incorporé esie relle-
nador a una pieza fundida de poliéster, se comprobé gue ésta era fdcil-
mente catalitica al depbsito de cobre no electrolitico a partir de so-
luciones de cobre no electrolitico del tipo aqui descrito,

EJEIPLO 4

Se traté arcilla de caolin revestida con Resina Amina D para .
producir un material de base catalizado con paladio. Se disolvié en 1
litro de agua 6 milflitros de 4cido clorhidrico concentrado. Se afia~-
dieron a la solucifn quinicntos cuarenta (540) gramos de la arcilla de
caolin revestida con Resina Amina D y se mezcld todo ello durante 30
minutos, A continuacibén se afiadibd una soluclén de cloruro de paladio
£1,07 gramos de cloruro de paladio disuelto en 1,2 milflitros de 4cido
clorhidrico y diluido a un volumen total de 30 mililitros on agua)., Es-
to fué mezclado por completo con la pasta rellenadora y después, con a-
gitacién constante, se afiadié una solucibébn de cloruro estannoso (esta .
solucibn fué prevarada disolviendo 10,7 gramos de Sn01202H20 en 60 mi-
1ilitros de agua y afadiendo luego 4cido clorhidrico hasta gue lé 50~ .

lucibn estuvo clara). Despuls de me zelarla a fondo, se filtré la pasta,
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v el rellenador fué lavado y secado a 1059-12090; Después de secado, fué
molido el rellenador tratado con paladio a fin,de pulverizar los aglonme-
rados y después se incorporS a un laminado fenélico a base de papel.
Se usaron seis (6) paftes de rellenador tratado por 100 partes de rewi-
na., EL cobre no electrolitico ripidamente se deposité en las paredes de
los orificios practicados en este laminado sin previa sensiﬁf?izacién
del mismo, A o

BIEMPLO 5

Se prepard una solucibén de paladio cmmo sigue:

Se disolvieron ochocientos (800) gramos de clorurc - eéstannoso.
en medio litro de 4cido clorhidrico. Se aﬁa@ié a esta,soluciéﬁ;de esta-
o, lentamente, con agitacibn, una solucibén de 10 gramos de cloruro- de .
paladio en 200 mililitros de 4cido clorhidrico. A continuacidn £ué lle-
vada la solucifn aiuna suave ebullicién durante al menos 1/2 hora. Des-
pués de enfriada fud diluida a 5 litros con una solucibn de 4cido clor-
hidrico acuosa de 0,1 molar.,

Cinco (5) kilogramos de caolin revestido con agente humectan-

te catibénico Resina Amina D fué agitado en la solucibn dilulda y mezcla-~

‘do durante 1/2 hora. Bl rellenador fué filtrado a continuacibn, lavado

a fondo y secado. Sels y media (6 1/2)'partes del rellenador resultante
por 100 partés de resina fueron incorporadas & un ;aminado de vidrio:
epoxi. El laminado fué expuesto a una solucidn de cobre ne electroli-
tico del tipe aqui descrito y recibid con facilidad un depbsito de cpo-
bre no electrolifico sobre las paredes de los orificios practicados en .
el laminado, '
EJEMPLO 6 .
Nueve (9) kilogramos de cloruro estannoso fueron disueltos -

en 85 litros de agua y 2 1/2 litros de &cido clorhidrico. Se agitbd en .
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esta solucién eien (100) libras de caolin revestido con agente hume ctan-
te catibnico Resina Amina D. A continuacidén se afiadieron 2 1/2 litros de
una solucibn acuosa que contenia 91 gramos de cloruro de paladic y 110
milflitros de 4cido clorhidrico, Tras una mezcla completa, fué filtrada-
la mezcla y lavado el rellenador, secado e incorporado a un laminado de
vidrio poliéster sobre una base de 6 partes de rellenador por 100 par-
tes de resina, Se practicaron orificios en la limina resultanfé'y-se su~
mergibé ésta en una solucién de cobre no electrolitico sensiblemente del
tipo aquf descrito. Las pareces que rodeaban los orificios recibieron
fécilmente un depbsito de cobre no electrolitico,

Segin se descr;be anteriormente, en otro método para tratar un
ellenador con el fin de hacexrlo catalitico, se disuelve primerc ¢l agan-
te catalfitico en un agente humectante catidnico vy se usa el médio resul-~
tante para tratar el rellenador. Un procedimiento caracterfstico es el
siguiente:

BJEMPLO 7

Cuatro décimas {0,4) de mililitro de una solucién de c¢loruro
de paladio en é&cido clorhidrico que contenfa 0,85 gramos de cloruro de
paladio por mililitro fué disuelta on 250 milflitros de alcohol de iso-
propilo y 3 mililitros de Sarkosyl 0 (oleoil sarcosina). Clento veinti-
cinco (12%) gramos de caolin lavado con agua fueron dispersadcs en esta
solucibn, afiadiéndose 1/2 litro de agua. El caolin fué filtradd de la so-
lucibn y secado. Se formaron piezas fundidas de resina a partir de la

formulacibén siguiente:

Resina de polidéster (Laminac 4128) 40 gramos
Rellenador catalitico tratado 5 gramos
Caolin (ASP 2400) 15 gramos
Perbdxido de benzoilo ‘ 0,6 gr.

Promotor (Laminac 400) 1 goba
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Se formaron piezas de fundicién correspondientes a la formu-
lacibn citada anteriormente usando los rellenadores cataliticos resul-
tantes. Se practicaron orificios en las piezas de fundicibn, tras de lob
cual ‘fueron sumergidas en una solucibén de chapado de cobre no electroli-

tico que contenfa la formulacibn siguiente; .-

Sulfato de cobre 0,6 mol/lit%§:
EDTA 0,12 " ’
Formaldehido 0,08 ";
Cianuro s6dico | 0,6 milimoles/litro
Agente humectante 1,6 gr/litrbdff
2-mercaptobenzotiazol 0,003 milimol/iifro
Valor pH ‘ 11,8

Temperatura de operacién 682¢

La pieza de fundicibén recibié un depbsito de cobre no electro-
litico en las paredes delos orificios en 30 minutos.
EJENPLO 8
Fueron preparadas soluciones de paladio como sigue:
0,5 gr. de cloruro de paladio en 50 ml. de octil amino acetato
0,5 gr. de cloruro de paladio en 50 ml, de hexilamino acetato,
0,5 gr. de eloruro de paladio en 50 ml, de butil amino acetato,
0,5.gr. de cloruro de paladio en 50 ml. de Amine O.
(Amine 0 es un agente humectante catiénico de la férmula gene~

ral GH(CH,) O:N (CH,),NR).

" 0,5 gr. de cloruro de paladio en 50 ml. de Salkosyl O (Oleoil

sarcosina),
Las soluciones resultantes fueron afladidas a laminados de re-
sina en cantidades suficientes para hacerlos cataliticos a la recepcidn

de metal no electrolitico. Como comparacibn, se preparéd un laminado se-
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glin se describe en el Ljemplo 11, utilizando el rellenador catalitico
tratado con el agente activo de superficie, Se descubrié dque para que
los laminados a los cuales fueron afladidas las soluciones exhibieran

una aotividad catalitlca aceptable, se necesitaron de 10 a 100 veces

mas paladio (como cloruro) cue fué necesario para catalizar la.misma

base usando los rellenadores cafaliticos tratados con agente activo de
superficie catibnico del Bjemplo 6, |

Los agentes cataliticos ggul descritos pueden usarse de di-
versos modos como ya se ha puesto de manifiesto, Por ejemplo, ?odrian
ser convenlentemente utilizados come rellenadores en resims usadas pa-

ra impregnar papel, madera, tejido de fibra de vidrio y similares pa-
ra producir estructuras que sean cataliticas a la recepcibén de metal
no electrolitico.

Los agentes catalliticos podrfian también incorporarse a una
composicidn idbénea para ser usada como tinta susceptible de ser exten-
dida sobre areas superficlales sobre las cuales haya de depositarse el
metal no electrolitico,

Los elementos de hase aislantes sobre los cuales ha de deposi-
tarse el metal no electroliftico estén muy frecuentemente formados de ma-
terial resinoso, Cuando este es el caso, los agentes cataliticos aqui
descritos podrian dispersarse en una resina tras de lo cual podris esta
fraguarse para formar la base. Asimismo, una fina pelifcula o banda de
resina no polimerizada con los s6lidos cataliticos de este invento dis-
persos en la misma podria formarse o moldearse previamente y laminarse
después a una base aislante resinosa, y curarse sobre la misma. IEn es-
ta forma de realizacibn, la base aislante podrfa hacerse por ejemplo de.
laminados, por ejemplo, hojas de papel impregnadas de resina, ldminas’ de

fibra de vidrio impregnadas de resina y similares,
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En otra forma de realizacibn, um tinta resinosa con el agen-

te catalitico dispoerso en la misma. podria imprimirse sobre la superfi-
cie, medlante impresién por pantalla de seda,~de un soporte agslante y
curarse sobre la misma,

Una forma de realigacidn particularmente importanite del inven-
to es aquella en la cual los sbélidos cataliticamente actiVOS'se‘disper-
san en una resina que a su vez puede formarse en un objeto tfiéimensio-
nal, por ejemplo mediante moldeo, En esta forma de realizaciaﬁ;itodam
la composicibn, incluilo el interior, es catalitica. Cuando tai_articulo
con aberturas que se extienden por debajo de la superficie respectiva, .
se somete a una solucibén de depbsito de metal no electrolitigo,:este no
sblo se deposita sobre las partes expuestas de la superficie del arti-
culo, nino también sobre las paredes que rodean las aberturas, Esta for-
ma de realizacién resulta ¢éspecialmente apropiada para fabricar diseilos
de circuitos impresos con orificios traspasantes chapados, es decir,
orificios con paredes circundantes chapadas con metal formando conexio-
nes complétas entre una superficle que sustente un diseﬁo de circuito
impreso y el ihterior del substrato que sustente el diseflo de circuito
propiamente dicho. Del mismo modo, al fébricar circultos impresos a par=
tir de la estructura moldeada del invento, podrian perforarse orificios
intercomunicantes en el interior del articulo catallticamente activo,

v luego someter éste a un depbsito de metal no electroiitico para de
tal modo depositar metal sobre las paredes gue circundan los orificios.
A $ontinuacibn del depbsito de metal no electrolitico, los orificios
traspasantes, ahora metalizados, forman un diseiio conductor que puede .
limitarse a la parte ingerior del articulo.

| .Utilizando los agentes cataliticos del presente invanto, pue-

den fabricarse circuitos impresos empleando la téecnica de impresién
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directa o de invérsion, toda vez que los agentes mson no conductores.

En resumen, los agentes catalitichbs de este invento podrian
usarse como aditivies para hacer capas protectoras fotograficas sensi-
bles al éepbsito de metal no clectrolitico; como Impregnantes para com-
posiciones resinosas susceptibles de ser nmetalizadas; como impregnantes
para plésticos porosos susceptibles de ser metalizadosi comb impregnan-
tes para cerfmicas o arcillas susceptibles de ser metalizadas, e tc.

BJEMPIO 9

Dos partes de arcilla caolin revestida con estearato de Re-
sina Amina D y tratada con paladio segln se describe en el Ejemplo 9
fusron mezcladas en seco con 10 partes de esferillas de resina de
acrilonitrilo~-butadieno-estireno (Cycolac EP 3510 de la Marbon Chemical
Divisibn de Borg-ierner),

La mezcla fué moldeada por inycceibn a 245-2502C a aproxima-
damente 1.400 Xg. por sz. &1 molde terminado presentaba el mismo aspec-
to que uno preparado a partir de resina no tratada, '

Bl moldeado fué tratado en una solucibn 4l 2% de una megcla
de 4cidos sulfdrico y crémico en 4cido fluorobdrico al 50% a 662C. du~
rante 10 minutos. Después de enjuagado, el mol..e fué sumergido en un
bafio de cobre no electrolitico del tipo descrito en el Ejemplo 12,

Bl cobre no electrolitico se depositd mépidomente sobre el
molde indicando con ello cue la superficle respectiva era catalftica
a la recepcibn de cobre no electrolltico. La resistencia de la capa
era asproximadanente de 0,5 Kg. por cm. de espesor,

Sigulendo las enseflanzas aqui contenidas puede proporclonar-
se un blogue para la Tabricacibn de circuitos impresos que coniprende
un material de base aislante con los agentes catallticos aqui descri-~ -

tos dispersos en el mismo., Bn una forma de realizacibn preferida, se
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:sobrepone una fina pelfcula met4lica sobre una o mis superficies de
la base y se adhiere a la misma.

Los blogues del tipé descrito podrian usarse para preparar
planchas de circuitos impresos de una, dos o miltiples capas con y sin.
orificios %raspasantes chapados,

En 1a fig; 1l s e representa un bloque que cqmprende,-én su
forma mis simple, una base aislante 10 que posee distribuido en la mis-
ma un agente del tipo descrito que es catalfitico a la recepciéﬁ de
metal no electrolitico a partir de una solucibn de depbsito de metal
no electrolitico. En lo sucesivo, siempre'que se emplee el término
'"catalitico" se referiri a agentes cataliticos del tipo desq;i%o anté-
riormente.

. El agente catalitico 12 puede disperéarse por toda Ié base
10 a fin de hacer ésta catalfitica a la recepcibn de metal no electro-.
lftico, Sobrepuesta a la base 10 y adherida a la misma existe una fi-
na pelicula metélica unitaria e integral o laminado 14 que preferente
cubre y es sensiblemente contérmino con, es decir, posee los mismos
limites que, la superficie de la base 10, El espesor de la pelicula
metdlica 14 dependerd principalmente de la manera en la cual se fa-
brique y adhiera a la base 10, y dependerd también del uso final que
haya de darse al blogue. De ordinario, la pelicula metdlica tendrd un
espesor de entre aproximadamente 0,05 micras y 105 micras, En una for-
ma de realizacldn preferida,la pelicula metdlica 14 es de cobre, Si la
pelicula metdlica se produce por depbsito de vapor o mediante la téc-
nica de depbsito de metal quimico no electrolitico aqui descrita, pue-
de ser hasts de ‘0,05 micra,

Las pelfculas del tipo deserito que poseen un espesor mMenor

de 5 micras y con preferencia entre 2 y 4 micras, presentan la ventaja
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de ser susceptibled& de un répidé ataque qufmico, segin se indica ante-
riormente,

En la fig. 2 se representa una estructura del bloque que com-
prende un elemento aislante 10 que contiene un agente catalftico 12.
Adheridas a ambags superficies de la base se encuentran finas pelfcu-
las metdlicas unitarias 14. '

Cuando se usan cliertas formas de agente catalitico;'por e jen-
plo particulas sbélidas, para preparar la base catalitica 10, éiiste
una tendencia de las capas superficiales de la base 10 a ser-ricas
en resina vy pobres en catalizador. Comor esultado de eilo, v ‘ségin co-
mo se fabrique la base 10, ocurre a menudo que la superficie de la ba-
se 10 es no catalitica, atn cuando el interior de la misma sen en ex-
tremo catalftica. Esta situacibén se remedia revistiendo ﬁna;o;émbas
superficies de la base 10 con un adhesivo catalftico 18, seglin se mués-
tra en las figs. 3 y 4. Asimismo, tales superficies podrian hacerse ca-
taliticamente activas traténdolas con dcidos, Espécialmente idéneos
son los Acidos oxidantes tales como 4Acidos sulfdrico, nitrico y cré-
mico, incluidas mezclas de los'mismos. 1 tratemiento con tales Acidos
no solamente hace la superficie cataliticamente activa, sino que tam-
bién sirve frecuentemente para mejorar considerablemente la adhesibn
entre la superficié v el metal no electrolitico depositado sobre la
misma.

La fig, 5 ilustra las fases utilizadas en la fabricacibn de
una plancha con orificios traspasantes chapados en uno de los lados a
partir del bloque representado en la fig. 1.

La fig, 54 ilustra el bloque inicial que 6omprende una base
catalitica 10 con una fina pelicula metAlica 14 adherida a la super-

ficie superior. La delgada pelicula metilica puede pero no precisa ser
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contérmina con la superficile superior.

En la fig. 5B una méscaras de resina negativa 20 ha sido impre-
sa sobre la chapa metdlica 14 dejando expuesto un diseflo positivo del
circuito impreso deseado, In C. fig. 5, se ha dispuesto un orificios
22 punzonando o perforando a través de la chapa 14 y base 10, en un pun-
to de intercomunicaclén del circuito deseado. El blogue, segin-aparece
eh la fig. 5C, se sumerge luego en un baiio de chapado de metai no elec=
trolitico del tipo aqui descrito'a fin de depositar metal 26’sq§re 1la
pared 30 del orificio 22, Iietal adicicnal 26 se deposita sobré:la su-
perficie de la pelfcula metdlica 14 no cubierta por la miscera. 20. Si
se desea, puede acoplarse un electrodo a la plancha tras habgﬁiformadg
la pared 24 mediante depbsitia no electrolitico, y formarse el disefio
de circuito ¥y las paredes de los orificios mediante depésito{él?ctro—
1ftico corriente de metal, Tras formar el circmito con el espesor de-~
seado, mediante depbsito no electrolitico o electrolitico se trata el
blogue con un disolvente apropiado a fin 8e extraer la méscara 20. En
la fig. 58 se representa el bloque tras habei retirado la méscara 20,
Finalmente, se somcte el panel a una solucibn corrosiva, como por Chicioly
plo cloruro férrico, persulfato eménico, ¥y similar, cuando la pelicula
metélica 14 es cobre, para de este modo eliminar la fina pelicula de:
cobre 34 que inicialmente cubria la méscara 20, Ohservese gue si la
pelicula metélica 14 es fina, por ejemplo, de menos de 5 micras, no ha-
bré necesidad de encubrir el disefio de circuito 26 o el chapado 24 en
las paredes de los orificios 30 durante la fase de ataque quimico, ya
que la pelicula de metal 14 es tan extremadamente Tina en comparacién
con el disefio de circuito 26 que serd eliminada antes de que se produz-

ca cualquier sensible ataque quimico del circuito 26 o pared chapada 24.
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Por supuesto, sl la pelicula metédlica inlcial 14 es gruesa, el circui-
to 26 v 1la pared 50 habrdn de ser encubiertos antes de proceder a la
operacién de corrosibn,

La operacibén de corrosién puede llevarse a cabo inyectando
la superficie del panel -con una Tina pulverizacibén de solucibn 4cida
o sumergiendo los paneles, que son mantenidos en una percha o sbbre un
transportador, en un depbsito agitado de 4cido corrosivo..Durante di-"
cha operacibn, se controlarén la concentracién de la solucién 4cida b
el ticmpo de contacto a fin de asegurar una completa eliminacién de
la fina capa de chapa de cobre en la zona 34. Tras el ataque quimico,
debe enjuagarse con agua el panel con el fin de eliminar todes los pro=-
ductos quimicos corrosivos y de tal modo evitar la contaminacién de la
superficie o bordes de los paneles, Si se desea, puede'forrarse el di-
seflo de circuito con otros metales, tales como plata, niquel, rodio,
oro v materiales simlilares de gran resistencia al desgaste para apli-
‘caciones especiales. Cuando es necesario soldar lengtietas u otros ob-
jetos de mctal al diseilo, ¢ aconsejable utilizar soldadura plana en
el disefio conductor, m

El procedimiento descrito anteriormente e ilustrade en la

fig. 5 puede usarse también para preparar una plancha de circuitos

impresos de doz lados, con orificios traspasantes chapados del tipo
representado en la fig. 6, comenzando con un blogque del tipo que se
muestra en la fig. 2. Segdn puede verse en la fig. 6, la plancha de
circuitos comprende una base catalitica 10 con dlsefio de circuito 52
v 54 superpuestos sobre las superficices inferior y superior, respec-
tivamente. Se disponen conexiones completas entre los disefios de cir-
cuitog mediante el orificio 22, cuya pared lateral seAhalla revestida

con metal 24.
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. Los procedimientos para'producir planchas de circultos de
capas miltiples a partir de los bloques del presente invento se repre-
sentan en las figs. 7, TA ¥ 7B.7En la fig. 7 se muestra una forma de
realizacibn del invento en la cual un bloque 500, compuesto por una ba-j
se aislante catalitica 100 que posee un diseflo de circuito impreso 104
sobre una superficie, es laminodo a un blogue 600 que consiste’ finicamen-
te-en una. base de resina catalifica 106. Tras la laminacién, puede for~-
marse un disefio de circuito 108 (fig. TA) directamente sobre la super-
ficie de base cafalitica, 106 imprimiendo un disefio negativo’dél cir-
cuito con qna'méscara resinosa no catalitica y sometiendo después toda
la -plancha a dep6sito de mebal no electrolitico. Si se desea;f;heden :
disponerse orificios 110 en puntos de intercomunicacién del ¢ircuito
antes de someter la estructura laminada a depbsito mo electrolitico,
para de este modo formar simulténeamente un disefio sobre la superficié -
de la base catalftica 106 y chapear las paredes h terales 112 de los.
orificlos 110. La plancha de circuitos resultante tendrfa el aspecto -
representadq en la fig, 7A. También podrfia formarse ﬁn disefio de cir-
cuito 109 en la superficic inferior 10l de la base catalitica 100 si-
mlténeamente con el disefio de circuito 108, para formar una plancha
que tendria el aspecto representado en la fig. T7B.

Debe apreciarse que enAlas estructuras de capas mlltiples
répresentadas en las figs, TA, 7B, todos los disefios de clrcuitos po-
drian formarse mediante la técnica de aditivo o bien por la thcnica de
impresibén y grabado al &cido. _

En las figs. 8-14 se muestran otras bloques cataliticos para
uso en la fabricacibén de circuitos impresos del tipo descrito,

A veces resulta conveniente, en planchas de un solo lado, de

dos lados y de capas mdltiples, poseer una superficie de la plancha ter-
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minada completamente no catalftica., Los bloques idbneos para realismar
tales planchas se muestran en las figs. 8 - 12;

481, en la fig, 8 se representa un blogue campuesto por una
base aislénte catalitica 10 que posee una superficile aislante no cata-
lftica 11 blen adherida o formando parte integral con el mismo, La su-
perficie aislante no catalftica 11 serd por lo comfin contérmina comn la
superficie contigua de la base 10, En la fig. 9 se muestra un'bloque"
que comprende una base aislante catalitica 10 con superficie§ aislan-
tes no catalfticas 11 bien adheridas o formando parte integrdl con am-
bas superficlies de la base 10, También aqui las superficles alslantes
no cataliticas 11 serdn de ordinario contérminas con las superficies
contiguas de la base 10,

En la fig. 10 se muestra un blogue compuesto por unq,base
aislante catalitica 10 que comprende una superficie aislante no cata-
1itica inferior contérmina 1l. Adherida a la superficie superior y
preferentemente contérmina con la misma existe una fing pelfcula de
netal 14.

En la fig. 11 se representa un bloque util para la fabrica-
cib6n de componentes de circuitos impresos que comprende una base ais-
lante catalftica 10 con una superficie aislante no catalftica 11 con-
términa con la misma, La superficie opuesta del elemento de base cata-
litica 10 comprende una capa adhesiva aislante catalftica 10 sobre la
cual se sobrepone una Tina pelicula metédlica 14.

En la fig. 12 se muestra otra forma de realizacidn de los
blogues de este invento que comprende una base aislante catalitica 10
con una superficie aislante 11 que es no catalitica y una segunda super-
ficie aislante 18 compucsta por un adhesivo catalitico aislante del ti-

po aqui descrito.
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Otros blogues aproplados para ser utilizados en la prepara-
cibn de circultos impresos o generalmente en la metalizacibn de sustra-
tos plésticos se muestran en las Tigs., 13 y 1l4. In la fig:ﬁlﬁ, se ﬁuese'
tra un bloque compuesto por una base alslante catalitica 10 con una su-
perficie que comprende un adhesivo aislante catalitico 18,

In la fig. 14, se represeanta otro bloguc que compréﬁdé una
base aislante catalitica 10 cuyas dos superficies estén cqmpuéstas por
un adhesivo aislante catalftico 18, Ctros blouues de las figs, 16 y 17
son parfticularmente Utiles para formar las planchas de capas ﬁﬁltiples‘»
representadas en la fig., 10.

‘Con pref erencia, en las formas Ge realizacibn del'ih#énto que
citan el empleo de un adhesivo catalitico 18, este tomari la forma de
una resina adhesiva flexible del tipo que se describe a conﬁiﬁuécién.

Tas bases aislantes catalfticaa: que contienen superficies no
cataliticas pueden fabricarse de diversos modos, Asi, la base aislante
catalitica podria formcrse con una cantidad minima de agente cataliti-
co para asegurar que la superficie de la base es extremadamente rica en
aislante y extremadamente pobre en catalizador. Cuando se forme, tal
base o laminados impregnados con ella, poseerén superficles sensiblemen-
te no cataliticas al depbsito de metal no electrolitico.

Asimismo, podria prepararse una base aislante catalftica rie -
ca en catalizador y revestir despuls una o ambas superficies respecti-
vas con una pelicula o adhesivo aislante no catalitico, Por ejemplo,
cuando se forma la base catalitica impregnando papel o subétratOS'fiu
brososg, como por ejemplo fibra de ¥idrio, conzesina catalitica; podria
sobreponerse un revestimiento gélificado final de resina no catalitica

sobre la estructura laminada durante la fabricacibn para producir la su-

perficie no catalitica., También podrfa adherirse una pelfcula de resina



10

15

20

25

no catalitica a los substratos ftras completar la laminacibn.

In la Tabricacidn de los materiales de base cataliticos y
adhesivos descritos, se distribuye un agente catalitico a la recepcibn
de metal no electrolitico por toda una base aislante o adhesivo, me-
diante dispersibn, La base o adhesivo resultante serd catalitico a la
recepeibn de metal no electrolitico por todo su interior. '

Las superficies expuestas de los materiales de basé;éqtaliti—
gos de este invento son cataliticos a la recepcidn de metal no electro-
litico, o pueden-hacerse cataliticos sometiendo la superficie é una
abrasién relativamente suave mecdnica ¢ quimica o ataque quinico o revis
tiendo la superficie con adhesivos catalfticos del tipo descrifok

Por consiguiente, una pelicula.de metal como la que sélmues—
tra en las figs. 1 - 4 puede superponerse f&cilmente sobre tal bﬁse su-
mergiendo ésta simplemente en una solucibén dc depbsito de metal no elec~
trolftico del tipo que se describe méds adelante. Asimismo, la base ca-
talftica podria de hecho revestirse con una fina chapa metflica, usando
tétnicas caracteristicas de revestimiento metdlico o laminacién, por
ejemplo adhiriendo una fina chapa de metal a la base.

Ctros procedimientos para fabricar circuitos impresos de ca-
pas miltiples a partir de tina base catglitica aislante revestida de
netal mediante la téenica denominada de impresibn y grabado al dcido fe-
sultan apropiados para ser ubtilizados con bloques en los cuales se re-.
viste una base catalftica con una gruesa chapa de metal, Con preferencia,
no obstante, las %técnicas de estas Tiguras serdn practicadas con un ma-
terial de base catalitico revestido con una fina chapa de metal, por

ejemplo de menos de 50 micras, y preferentemente menos de 5 micras de
espesor,

Tras la impresibn se somcte a ataque gquimico la chapa no pro-
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tegida por la capa protectora, a fin de formar un disello conductor. A
continuacibn, se retira la capa protectora dejando um primer disefio
conductor de chépa de metal; se sobrepone una capd dg resina aislante
catalftica sobre la base 10 y disefio de circuito. A continuacibén se im-
prime una miscara negativa sobre la tinta catalitica dejando expuesto
un disefio positivo dé un segundo cireuito im@reso. Después, se dispo-
nen orificios en el panel en puntos de intercomunicacién.

Por Giltimo, se sumerge el panel en una solucibn de depbsito
de metal no electrolitico a fin de depositar metal no electrolitico S0-
bre las paredes que rodean los orificios y sobre el disello expuesto dan

tinta catalitica formando un segundo disefio de circuito, La cobertura

“resinosa puede ser permanente o ser retirada tras el depésito de metal

no electrolitico.

0tro procedimiento para fabricar planchas de cilrcuitos de
dos lados con orificios traspasantes chapados usando el material de ba-
se catalitico forrado de netal de este iﬁvento comprende las fases si-
guientes; se imprime un disefio positivo del cifcuito d eseado sobre la
éuperficie gdel revestimientc de cobre, empleando una tinta resistente
a la corrosifbn; posteriormente ge somete el'metal a atague quimico so-
bre ambas superficies no protegidas por la tinta vy se elimina la capa
de ésta. A continuacibn se reviste el panel en ambas superficics con
una capa aislante de cobertura no natalitica, ¥y se producen los orifi~
cios, Después se somete el panel a un depdsito no electrolitico a fin-
de formar un depbsito de metal adherente sobre las paredes laterales
de los orificios para de tal modo poner en contacto y conectar los
disefios de circuito en ambos lados del panel., Si se desea puede elimi-
narse la capa de cobertura en la sigulente fase,

Otra estructura del presente invento es la sigulente; se ex-
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pone un blocue compuesto por una base catalitica revestida en smbas
superficies con metal y provista de aberturas u orificios en puntos
preseleccionados a un bafios de metal no electrolitico para formar un
depbsito fino y uniforme de metal sobre la chapa y sobre las paredes
laterales que circundan los orificios, Se impone una capa de diseiio ne-~
gativo sobre la superficie (s) y'se somete el bloque a un defésito de’
metal no electrolitico a fin ¢e formar el diseﬁd de cirbuitoAdéseado.
Después de retirar la capa de cobertura, se somete el bloque a ﬁné S0~
lucibn corrosiva durante un periodo de tiempo suficiente para -eliminar
la chapa de cobre original expuesto, Con frecuencia, una supékficie de
cobre sencilla no resulta adecuada ¥ puede ser nccesariO»chaﬁsér el di~
sefio de circuito con plata, niquel, rodio, oro, estafio/plomo o metales
similares, .

En otra forma Qe realizacibn, la base catalitica del mn terial -
laminado ha sido preparada o adecuadamente tratada para asegurarse de
que sus superficies superior ¢ inferior no son cataliticas,Estas super-
ficies poseen una capa de metal y se produce un disefio de circuito em=-
pleando téenicas bien conocldas de impresibn y grabado al dcido, Tras
eliminar la cavpa protectora de la corrosibn, se sumerge el panel en un
baflo de chapado no electrolitico a fin de depositar una capa metédlica
uniforme sobre la superficle de la chapa que forma los circuitos conduc-
tores v sobre las paredes que circundan los orificles.

Se emplea un material de base catalltico forrado con una fina
capa metdlica para producir planchas en la forma siguiente: se provee
a las superficies de une cobertura de diseiio negativo y se la perfora
en puntos previamente selecclonados, A continuacibn se expone el panel
a un baflo de chapado de ﬁetal no electrolitico a fin de formar un de-

pbsito metdlico sobre la superficie de metal cxpuesta y sobre las pare-



10

15

20

25

des de las aberturas u orificios. En una forma de realizacibn de este
procedimiento, se expone el panel al baiio de chapado de metal no elec-
trolitico durante un periodo de tiempo suficlente para formar los con-
ductores de disefio de circulto y depositar por completo las paredes me-
diante depésito no electrolitico. En la otra forma de realizacibn, se
forma solamente un fino depbsito no electrolitico y a continuaéién se
cuelga el blogue como un electrodo en uh baﬁd de chapado electfélitico
con el'fin de depositar metal adicional sobre las paredes que rodean las'
aberturas y former también el disefio de circuito. A continuacién, se so-
mete el blogue a un disolvente apropiado para eliminar la néscard ¥ una
composicibn corrosiva adecuada para extraer la fina capa metéii@& origi—
nal expuesta, : . i:‘: |

.Usando un material catélitico revestido no metdlico ovrovisto
de una superficie catalftica con preferencia consistente en un adhesivo
catalitico segin se describe anteriormente,'se sobrepone una miscara
negativa del circuitodeseado sobre la superficie o superficies del blo-
que v se disponen orificios en los luéares deseados que definen per- -
foraciones traspasantes. A continuacibén se expone el blogue a un Baﬁo
de chapado no electrolitico con el fin de depositar metal sobre el 4rea
superficial no cubierta por la miscara protectora y sobre las paredes
laterales de los orificios.

En otra forma de realizacidén, el m terial de.base consiste en
un bloque catalitico de material aislante que posee superfigies no cata~
liticas. La’superficie de este blogue recibe una impresién consistente
en una tinta catalitica, Este disefio impreso puede formarse, por ejem-
plo, mediante impresién de pantalla o usando un esmalbe sensible a la
luz que ha sido hecho catalitico a la recepcifn de metal no electroli-

tico disolviendo o dispersando en el mismo un agente catalftico al de- -
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pbsito de metal no electrolitico, Con posterioridas o antes de producir
el diseilo impreso, se perfora ei blogue en puntoscie definen perforacio-
nes traspasantes, Luego se expone el blogue a un bafio de chapado no elec-
trolltico segln se describe anteriormente,

Se comprenderi que en los blogques Torrados de metal o de otro
modo revestidos metédlicamente del tipo descrito anteriormente, la capa
metdlica puede estar compuesta por cualquiera de los metales conductores
bienvconocidos, gue comprenden cobre, plata, oro, niquel, r;dio,lalumi-
nio y similares, incluidas mezclas o aleaclones,

Para la metalizacibén de plédsticos, que se distingue dz la Tabri.
cacibn de circuitos impresos, un bloque preferido consta de una base ais-
lante poco costosa cuyo interior es no catalitico, que posee un;gel cata=-
litico u otro tipo de revestimiento catalitico sobre unma o ambabjsuper—
ficies., La capa o revestimiento catalitico podria moldearse o extrusio-
narse sobre una o ambas superficies de la base aislante no catalitica,
Cuando se Jjuzgue necesario, podria tratarse tal articulo para activar
la parte de superflcie catalftica, por ejemplo modiante tratamiento con
un agente de oxidacibn o degradacibn, tal como 4cido sulfdrico, Acido
crénico, permanganato, y similures. Particularmente idénea es una mezcla
acuosa de 4dcido sulfdrico vy crémico, Bl tratamiento con tales materiales
produce microporos en la superficie dec la pelicula o capa catalitica,
¥y expone el Qatalizador para contacto con una solucibén de depbsito de
metal no electrolitico, Tales microporos, mejoran también la adhexidn
entre la base catallftica v el mtal no elactrolitico depositado sobre la
misma., 51 metal no-electrolftico puecde ser cobre no electrolftico, niquel
no electrolitico, plata no electrolltica, oro no electrolitico, o simi-
lares. Por consiguiente, el uso de este bloque darfa como resultado la

produccibn econfmica de artfculos de pldstico metalizado, toda vez que
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los agentes catalfticos costosos aquf descritos solo necesitan usarse
en estas pelfculas o capas superficiales sobre una superficie o super- -
ficies de los articulos.

Tales articulos,podrian fabricarse por ejemplo mediante un
proceso de extrusién. En este caso, el material catalitico podria extru-
sionarse simultdnecamente en forma de cobertura sobre una base aislante
no catalftica. Asimismo, podria emplearse un procedimiento de ﬁqldeo en
el cual podria moldearse la pelicula catalitica por separado o'simul~~~
téneamente sobre una base aislante no catalisica. Bg articuloside este’
tipo, 'la base aislante y la cobertura o pelicula superficial podrian ser-
lo mismo o de un sistema resinoso diferente. Cuando se fabricaﬁflas sec—
ciones de base y cobertura del mismo sistema r esinozo, noeaxistéldis- o
tincién ni discontinuidad entre las partes catalitica y no cafaiitica*
de la base moldeada o de extrusibn. E1 nfcleo aislante no catalitico
de los articulos mencionados se fabrica con preferencia de resiﬂas o
plésticos baratos y fAcilmente obtenibles, tales como acrilonitrilo-
butadieno-estizeno (A3S), poliésteres fendlicas, tales como fenol Ffor-
maldehido, ¥y similares. Es obvio,'sin embargo, gue la base -aislante DO~
drfa estar compuesta :por cualquiera de las resinas descritas anterior-
mente como idbnoas para producir bloques aislantes., De Torma similar,
la pelicula o capa catalitica podrfa estar formada por cualquiera de
tales resinas o sistemas resinosos citados que lleven disperéo uﬁ agen-
te cataliti¢o del tipo descrito. La pelfcula o capa catalftica, por
ejemplo, podria corresponder a las formulaciones de resina facilitadas
en cualquiera de los ejemplos anteriores, . ’ .

| Conviene poner de manifiesto que podrian usarse tintvas quei“
contengan los agentes cetallticos aqui descritos para producir diseﬁds

de circuitos impresos imprimiendo un disefio positivo sobre superficies
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no cataliticas,'y sometiendo después la base a un depbsito dc metal
no electrolitico, Estas tintas contentivas de agente catalitico poseen

la ventaja de ser no conductoras, como ya se ha indicado,

Se reivindican los términos siguientes;

1.~ Perfoccionamientos en la metalizacién de sustratos als-
iantes, caracterizados por utilizarse un filler o relleno catalitico
formado por particulas s6lidas inertes, fFfinamente divididas, con un de-
pésito por encima que comprende, en combinacibn, un agente catibnico
humectante caracterizado por un grupo hidrofébico que se convierte en
varte del catibn cuandoc se disuelve en agua el agente humeetante, y un
metal perteneciente a los grupos 1B y 8 de la Tabla Periodicé de los
Elementos, con inclusién de mezclas de tales metales, estableciéndose
que cn dicha composicién las partficulas sblidas inertes son cgolin,
el metal se encuentre en forma elemental y el agente catiénico huymec-
tante contenga nitrbégeno y fésforo,

2.~ Perfeccionamientos, segin la reivindicacibén anterior, ca-
racterizados porque en la composicibn del sustrato aislante, el agente
catibnico humectante es un compuesto gue contienc nitrbgeno, pertene-
ciente al grupo consistente en compuestos ambébnicos cuaternarios, derif
vados de sarcosina, imidazolinas, aminas y aminas efoxiladas, alcanol-
amidas, aminas, amidas, activadores de superficie cgifnicos derivados
de compuestos heterociclicos de nitrégeno y mequas de todos estos com-
puestos, alquil-aminas y poliaminas, aril-clouil-aminas, aminas y po-
liaminas de écidos ¥y mezclas de estqs compuestos o alternativamente-

consiste en una amida fcida formada mediante reaccibdn de una 4cido
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graéo.con un elemento perteneciente al grupo formado por aminas de co-
lofonia y derivados de la sarcosina,

5.~ Perfeccionamientos, segfn las relvindicaciones anterio-
rés, carécterizados por utilizZarse una base alslante de naturaleza

inorgénica o un sustrato de resina ailslante orgdnica moldeada pudiendo

ser catalitica en su interior o en su superficie con respecﬁp‘gtla re -

cepcibén de metal depositado por medios no eléctricos y llevan@o incor-
porado el relleno-catalitico o filler en una cantidad entre"ofob05 N

10% en peso.de la composicibn aislante.

4.~ Perfeccionamientos, segin las reivindicaciones anterio- -

res, caracterizados por emplearse como composicibén aislante un mate-
rial orgénico resinoso perteneciente alvgrupo constituido por;iesinas'
termoestables, resinas termopldsticas y sus mezclas corresponGientes o
alternativamente una resina termoestable y una resina flexitile édhesi—
va, en combinacibn, o una tinta resinesa o una composicibn fotoprotec-
tora.

5.- Perfeccionamientos, segin las reivindicacioncs. anterio-

res, caracterizados por utilizarse como base alslante una resina que

contiene uno o mis de los siguientes grupos funcionales: grupos amino

primarios ( -NHE), grupos amino secundarios (> NH ), grupos amino ter-
ciarios (M N - ), grupos carboxilo (-COOH), grupos hidroxilo ( -OHV),
grupos aldehido (—CHO), grupos cetona ( C=0), grupos éter ( -C-0-C- ),
grupos albgeno (-X) y egrupos sulféxilo (S0). -

6.- Perfeccionamientos, segin las reivindicaciones anterio-
res,'caraeterizados porque la composicién aislante estd provista de
una capa metdlica, de preferencia una pelfcula delgada o chapa de me?
tal, sobre por lo menos una de sus superficies, estando previsto que

dichd composicibn aislante presente una abertura que se extiernde desde
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por lo menos una superficie al interior, siendo las paredes de esta
abertura receptivas de metal depositado no electricamente al contacto
de las paredes con una sclucién de depbsito metdlico no eleetrolitico,

7.~ Perfeccionamientos, segin las reivindicaciore s anteriores,
caracterizados por utilizarse un material aislante que lleva dispersa-
do en si mismo el filler o relleno catalftico, siendo la mrite inferior
de dicho material catalitico respecto al depésito de metal no électro-
1ftico y llevando por lo menos una parte de la superficie de diého apr-
ticulo adherida a la misma una delgada capa de metal que puede ser de=
positada por medios no eléctricos.

8.~ Perfeccionamientos, segfin las reivindicaciones anterio-
res; caracterizados porque se utiliza como base aislante una mezcla de
resina de acrilonitrilo-butadieno-estireno y el filler o rellénn cata~
1ftico, pudiendo moldearse por inyeccifn dicha mezcla. i

. 9.~ Perfeccionamientos, segfin las reivindicaciones anteriores,
caracterizados porque se utiliza una base aislante, cuyo interior es no
catalitico respecto a la recepcidén de metal no electrolitico, presentan-
do dicha base una capa superficial que es catalitica respecto a la re~
cepcibn de metal depositado no electroliticamente, siendo sus propieda-
des catalitiéas atribuibles a la presencia del relleno catd ftico ¥ com-
prendiendo la base una resina de acrilonitrilo-butacieno-estireno.

10.- Perfeccionamientos, segin las reivindicaclones éntefio—
res, caracterizados por utilizarse para la preparacibédn de planchas de
circuitos impresos, una base alslante que estd formada por un materiél
aislante que lleva dispersado en su interior el filler o relleno cata-
litico, estando previsto que dicha base en una parte de su superficié,
por lo mecnos, lleve adherida una delgada pelicula o chapa de metal, cs-

tando previsto el que una cara del bloque o ambas queden completamente



Eubiertas con la pelfcula o chapa metdlica o alternativamente que por
lo menos una superficie de dicﬁb bloque esté prevista de una capa de ad-
hesivo catalitico o que se disponga dicha capa de adhesivo catalitico
entre la sqperficie del bloque aislante y la capa metélica.

11.- PERFECCIONAMIENTOS EN LA METALIZACION DE SUSTRATOS
AISLANTES, ;

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la piesente
Hemoria Descriptiva, la cual consta de TREINTA Y SEIS HOJAS mecanogra-

fiadas por una sola cara, foliadas, y de sus correspondientes dibujos,

maarid, &9 ENE, 1968

1



Photocircuits Corporation Son 4 hojas

S

<7 AL \
A»—"\)"”L | )

Escala variable Madrid

It



Photocircuits Corporation

Son 4 hojas

FIG.5

A
O

Lold i L LL L L L L7 L7 74

N

Escala variable

[




Photocircuits Corporation Son 4 hojas

FIG.7

(il il l il il il l L .

5007 Yor 7/
FIG.7A
108 10 108
mo\.\ :‘7/I/£{v§:;FZ < | ] ll
106~

VAT NA

AT R VLGV IRET,
222277777

0o/ 127 2 ‘oo

Escala variable




Photocircuits Corporation Son 4 hojas Hoja 4%

FIG. 8
FIG. 9
Z7z Lo
FIG.10 i 10
1
14
‘ 18
FIG. 1 10
1
18
FIG.12 Lm0
' 1
FIG.13
FlG.14
Bscala variable




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



